
 

2019年6月10日 
シャープ株式会社 

「新たな学びで未来へつなぐ」をテーマに、Dynabook株式会社と共同出展 

「第10回 教育ITソリューションEXPO」シャープブースのご紹介 

 

ブース イメージ図 

 シャープは、6月19日(水)から21日(金)まで、東京ビッグサイト 青海展示棟(東京都江東区)で開催
される教育関連の展示会「第10回 教育ITソリューションEXPO」に出展します。Dynabook株式会社と
共同で、各種教育ICT機器や先進のソリューションを紹介します。 

■ 主な出展内容 
１．教室のICT環境整備に貢献する学習支援ツール 

・学習支援ツール「スタディシリーズ」や「dynaSchool」を出展。文部科学省が提唱する教室の
ICT環境整備における段階的導入※の各ステージに対応するソリューションを紹介します。会場
では、電子黒板「BIG PAD」や「dynabook」のノートパソコン、タブレット端末などと組み
合わせたデモンストレーションを実施します。 

・モバイル型ロボット「RoBoHoN(ロボホン)」の動作や対話を簡単に作成できるプログラミング
ツールのほか、楽しみながらプログラミング的思考を育む学習支援教材を出展します。 

２．高精細8Kタッチディスプレイを活用したインタラクティブ博物館(参考出展) 
・70V型の8Kタッチディスプレイを参考出展し、絵画や昆虫、植物などの高精細画像を表示します。

直感的なパネルタッチで画像拡大などの操作が可能なので、肉眼では見えない細部まで鑑賞・
観察でき、学びへの好奇心を刺激します。 

３．「TeleOffice」を活用した遠隔授業 
・当社のクラウド型Web会議サービス「TeleOffice」を活用した遠隔授業を提案します。 

４．統合型学習アプリケーション「Brain+(ブレーンプラス)」 
・各種辞書や参考書を搭載した、タブレット端末向け統合型学習アプリケーション「Brain+」の

最新版を出展します。新たにクラウドサービスに対応し、コンテンツの追加(一部有償)やスマート
フォンでの単語学習も可能になりました。 

■ 出展場所：東京ビッグサイト 青海展示棟 ICT機器ゾーン B10-54 
※ 文部科学省は「新学習指導要領実施に向けた普通教室のICT環境整備」の中で、普通教室でICT機器を利活用した授業が行えるよう、

「Stage1：大型提示装置＋各教室にパソコン1台」から「Stage4：大型提示装置＋無線LAN環境＋一人一台の専用パソコン」まで、段
階的な環境整備の指針を示しています。 

●「BIG PAD」、「ロボホン」「Robohon」、および「Brain+」はシャープ株式会社の登録商標です。 

「第10回 教育ITソリューションEXPO」について 
https://www.edict.jp/ja-jp.html 

当社の関連製品、サービスに関する情報は、以下のウェブサイトでもご覧いただけます。 
https://jp.sharp/business/education/ 

【 ホームページ 】 https://corporate.jp.sharp/ (画像ダウンロード https://corporate.jp.sharp/press/) 
【 本    社 】 〒590-8522 大阪府堺市堺区匠町1番地 
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